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晶圆双面套刻Overlay

用途

规格

【IR】透视照明
Lens

Top-Side
各类【IR】对物
Lens

半导体，CMOS Image Sensor
传感器元件制造工序中的表背图案精度管理

从正反各方面同时测量双面曝光后的正反面图案的偏差、
贴合后的晶片的偏差(TOP-BOTTOM测量)
还可测量表面层曝光后的对准偏差 (TOP-TOP测量)
可Cassette to cassette or 半自动搬送，
可对应弯曲晶圆产品。

支持的晶圆尺寸:12inch
------------------------------------------------------------
测量再现性精度：10×:0.2μm/3σ (Top-Bottom)

50×:0.02μm/3σ(Top-Bottom)
------------------------------------------------------------
工作台定位精度:±1um
------------------------------------------------------------
画面测量数：25处
------------------------------------------------------------
Recipe管理数：2,000个
------------------------------------------------------------
Throughput：Top-Top 100片/h
5点测量 Top-Bottom  100片/h

概要

yoshidae
長方形
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